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Beschreibung 

Leiterplatte mit wenigstens einer Anschlufibohrung fiir einen An- 
schluBdraht bzw. -Pin eines bedrahteten elektronischen Bauteils 

[001] Die Erfindung betrifft eine Leiterplatte mit einer Haltevorrichtung zum Halten be- 
drahteter elektronischer Bauteile. 

[002] Es sind verschiedene Verf ahren und Vorrichtungen bekannt, mit denen bedrahtete 
elektronische Bauteile auf Leiterplatten so fixiert werden konnen, daB sie beim 
Bestucken oder beim Transport der Leiterplatten mit den darauf bestiickten Bauteile zu 
einer Lotanlage nicht verrutschen oder sonst wie ihre Position verandern. Ahnliche 
Vorrichtungen werden auch gebraucht, um bedrahtete Bauteile mit ungunstiger Mas- 
senverteilung wahrend einer Selektivlotung auf der Leiterplatte halten zu konnen. 

[003] Unter bedrahteten Bauteilen sollen hier all elektronischen Bauteile verstanden 

werden, die wenigstens einen Anschlufidraht oder einen AnschluBpin aufweisen, der 
durch bzw. in eine entsprechende ubliche AnschluBbohrung der Leiterplatte gesteckt 
und an bzw. mit einer gewiinschten Kontaktstelle verlotet wird und so die elektrischen 
Kontaktierung des Bauteils herstellt. Bedrahtete Bauteile in diesem Sinne konnen 
daher auch Steckerleisten, Verbindungsdrahte oder -Litzen aber auch Transformatoren 
und andere aktive bzw. passive elektronische Bauteile sein. 

[004] Besonders bei Bauteilen mit groBer Masse oder mit ungleicher Masseverteilung 
reicht das einfache Ein- bzw. Durchstecken der AnschluBdrahte oder AnschluBpins 
nicht aus, um eine sichere mechanische Befestigung fur die Bauteile beim selektiven 
Loten oder einem Transport zur oder durch eine automatische Lotanlage zu ge- 
wahrleisten. 

[005] Beim selektiven Loten hat sich gezeigt, daB dabei haufig eine Vorrichtung fehlt, die 
die beschriebenen Bauteile in einer Position fixiert, die eine Lotung erlaubt. 

[006] Haufig werden auch bedrahtete Bauteile der beschriebenen Art bisher auf 

holpernden oder ruckenden Transportbandern auf dem Weg zu einer automatischen 
Lotanlage oder auf dem Weg durch die automatischen Lotanlage aus der Leiterplatte 
herausgeriittelt. Es sind auch Falle bekannt geworden, wo die besagten bedrahteten 
Bauteile in einer Wellenlotanlage durch die Lotwelle aus der Leiterplatte her- 
ausgedruckt wurden. Selbst wenn die Bauteile unter den angegebenen ungiinstigen Be- 
dingungen nicht vollstandig aus der Leiterplatte herausfallen, kann es passieren, daB 
sie eine unerwunschte Lage oder Position auf der Leiterplatte einnehmen, die fur das 
Loten problematisch oder sogar schadlich sein kann. Falls auch die Form der An- 
schluBbohrung nicht auf die Querschnittsform des AnschluBpins oder -Drahtes des be- 
trachteten Bauteils abgestimmt ist, werden die oben beschriebenen Probleme noch 
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deutlicher. 

[007] Urn den beschriebenen Problemen abzuhelfen, wurden bisher die in Frage 
kommenden Bauteile beispielsweise auf die Leiterplatte geklebt oder mit me- 
chanischen, beispielsweise Snap-In-Halterungen auf der Leiterplatte gehalten. Diese 
Verfahren sind jedoch aufwendig und mit zusatzlichen Kosten verbunden, da sie zu- 
satzliche Teile und einen extra Arbeitsschritt zum Plazieren dieser speziellen Teile 
erfordern. 

[008] Der Erfmdung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Leiterplatte zu schaffen, die 
eine Haltevorrichtung zuin Festhalten des AnschluBdrahtes oder -pins von Bauteilen 
aufweist und so die oben beschriebenen Nachteile vermeidet, ohne daB die betrachteten 
Bauteile durch Kleben oder zusatzlich auf der Leiterplatte angebrachte Halteelemente 
befestigt werden miissen. 

[009] Diese Aufgabe wird gelost durch eine Leiterplatte mit wenigstens einer An- 

schluBbohrung zur Aufnahme eines AnschluBdrahtes oder -pins eines elektronischen 
Bauteils mit einem vorgegebenen Pin- bzw. Drahtquerschnitt, wobei die An- 
schluBbohrung aus wenigstens zwei benachbarten und sich teilweise uberdeckenden 
Bohrungen gebildet wird und wobei die beiden Bohrungen derart zueinander plaziert 
werden, daB im Innern der AnschluBbohrung eine Verengung gebildet wird, die den 
AnschluBdraht bzw. -Pin in der AnschluBbohrung kontrollierbar festklemmt. 

[010] Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Leiterplatte nach der Erfindung ist die 
Klemmwirkung der Verengung der AnschluBbohrung durch geeignete Wahl de§ 
Abstands der Bohrungen zueinander und unter Beriicksichtigung des Pin- bzw. Draht- 
querschnitts einstellbar. 

[01 1] Bei einer anderen Ausfuhrungsform der Leiterplatte nach der Erfindung haben die 
Bohrungen unterschiedlichen Durchmesser. 

[012] Die Bohrungen bei einer weiteren Ausfuhrungsform erfindungsgemaBen Lei- 
terplatte werden von der gleichen Seite der Leiterplatte her gebohrt. 

[013] Bei noch einer anderen Ausfuhrung der Leiterplatte nach der Erfindung wird die 

tatsachliche Anzahl der Bohrungen, die die AnschluBbohrung bilden, in Abhangigkeit 
von der Querschnittsform des aufzunehmenden AnschluBpins oder -Drahtes gewahlt. 

[014] Bei wieder einer anderen AusfUhrung der erfindungsgemaBen Leiterplatte wird die 
aus den Bohrungen gebildete AnschluBbohrung durch eine zentrische, nicht 
durchgangige Sacklochbohrung uberbohrt. 

[015] Bei noch einer weiteren Ausfuhrung der Leiterplatte nach der Erfindung ist 
vorgesehen, daB die AnschluBbohrung metallisiert ist. 

[016] Der groBe Vorteil der Erfindung besteht darin, daB sie auf einfache Weise zu 

realisieren ist und keine ungewohnlichen Verfahrensschritte bei der Herstellung der er- 
findungsgemaBen Leiterplatte erfordert. Die fur die Erfindung erforderlichen be- 
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nachbarten und einander teilweise durchdringenden Bohrungen konnen unabhangig 
von der gleichen Seite der Leiterplatte her gebohrt werden. Die Leiterplatten konnen 
also nach einem bekannten Verfahren im Stapel gebohrt werden. Es hat sich auch 
gezeigt, daB die gewiinschte Positionierung der benachbarten Bohrungen zueinander 
reproduzierbar eingehalten werden kann, ebenso wir ihre MaBhaltigkeit. 

[017] Die in einer besonderen Ausfuhrungsform der Erfindung vorgesehene Uberbohrung 
der AnschluBbohrung ist eine weitere Moglichkeit die Klemmwirkung auf den be- 
trachteten AnschluBdraht Oder -Pin in gewiinschter Weise zu kontrollieren. 

[018] Die Erfindung wird nachfolgend genauer erlautert und anhand verschiedener, in der 
beigefugten Zeichnung dargestellter Ausfuhrungsbeispiele beschrieben. Dabei zeigen: 

[019] Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf eine erste Ausfuhrungsform einer Lei- 
terplatte nach der Erfindung; 

[020] Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf eine zweite Ausfuhrungsform einer Lei- 
terplatte nach der Erfindung; 

[021] Fig. 3 eine schematische Draufsicht auf eine dritte Ausfuhrungsform einer Lei- 
terplatte nach der Erfindung; 

[022] Fig. 4 eine schematische Draufsicht auf eine vierte Ausfuhrungsform einer Lei- 
terplatte nach der Erfindung; 

[023] Fig. 5 eine weitere schematische Draufsicht auf die Ausfuhrungsform der Lei- 
terplatte nach Fig. 1 ; 

t[024] Fig. 6 eine schematische Schnittdarstellung der Leiterplatte nach Fig. 1 entlang 
einer in Fig. 1 durch VI- VI veranschaulichten Schnittlinie; und 

[025] Fig. 7 eine schematische Schnittdarstellung einer besonderen Ausfuhrungsform der 
Leiterplatte nach Fig. 6 mit einer Uberbohrung der AnschluBbohrung. 

[026] Zur Vereinfachung und aus Griinden der Ubersichtlichkeit sind in der Zeichnung 
gleiche Elemente und Module mit gleichen Bezugszeichen versehen. 

[027] In Fig. 1 ist eine Leiterplatte 10 dargestellt, mit einer AnschluBbohrung 12 zur 
Aufnahme eines AnschluBdrahtes oder -Pins 14 eines zur Vereinfachung hier nicht 
dargestellten elektronischen Bauteils. Der AnschluBdraht bzw. -Pin 14 hat bei dem hier 
dargestellten AusfUhrungsbeispiel einen rechteckigen Querschnitt. Die An- 
schluBbohrung 12 wird bei diesem AusfUhrungsbeispiel einer erfindungsgemaBen Lei- 
terplatte 10 aus zwei benachbarten und sich teilweise uberdeckenden Bohrungen 16 
und 18 gebildet, wobei die erste Bohrung 16 zur zweiten Bohrung 18 derart plaziert ist, 
1 daB im Innern der AnschluBbohrung 12 infolge der Uberdeckung der Bohrungen 16, 
1 8 Stege 20 gebildet werden, die eine Verengung 22 des lichten Durchgangs durch die 
AnschluBbohrung 12 bilden. In dieser Verengung 22 wird der AnschluBdraht bzw. -Pin 
14 durch die Stege 20 in der AnschluBbohrung 12 kontrollierbar festklemmt. Die 
Darstellung der Fig. 1 verdeutlicht die besondere Eignung dieser Ausfuhrungsform der 
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Leiterplatte 10 mit einer aus zwei Bohrangen 16, 18 gebildeten AnschluBbohrung 12 
flir AnschluBpins bzw. -Drahte 14 mit rechteckigem Querschnitt. 
[028] In Fig. 2 ist ein zweites Ausfuhrungsbeispiel der Leiterplatte 10 nach der Erfindung 
dargestellt. In Abwandlung zur Ausfuhrungsf orm nach der Fig. 1 , wo die erste und die 
zweite Bohrung 16, 18 im wesentliche gleiche Durchmesser haben, wird bei der in Fig. 

2 dargestellten Ausfuhrungsform der Leiterplatte 10 die AnschluBbohrung 12 aus zwei 
Bohrungen 16, 18 gebildet, die unterschiedliche Durchmesser aufweisen. Auch diese 
Ausfuhrungsform der Leiterplatte 10 ist mit der aus zwei Bohrungen 16, 18 gebildeten 
AnschluBbohrung 12 fur AnschluBpins bzw. -Drahte 14 mit rechteckigem Querschnitt 
besonders geeignet. 

[029] Ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der Leiterplatte 10 nach der Erfindung ist in Fig. 

3 dargestellt. Hier wird die AnschluBbohrung 12 aus drei sich uberdeckenden 
Bohrungen 16, 18, 20 gebildet. Wie Fig. 3 auch zeigt, fuhrt eine solche An- 
schluBbohrung 12 zu drei Stegen 20, die in besonderer Weise geeignet sind, einen An- 
schluBpin bzw. -Draht 14 mit einem kreisformigen Querschnitt sicher festzuklemmen. 

[030] Fur einen AnschluBpin bzw. -Draht 14 mit einem quadratischen Querschnitt ist 

hingegen das in der Fig. 4 dargstellte Ausfuhrungsbeispiel der erfindungsgemaBen Lei 
terplatte 10 besonders geeignet. Bei dieser Ausfuhrung wird die AnschluBbohrung 12 
aus vier sich uberdeckenden Bohrungen 16, 18, 20, 22 gebildet, so daB hier vier Stege 
20 ausbilden, mit denen der AnschluBpin bzw. -Draht 14 sicher festgehalten werden 
kann. t 

[031] Fig. 5 veranschaulicht am Beispiel der Leiterplatte 10 nach der Fig. 1, wie durch 

eine Anderung eines Abstandes 28 der Achsen der Bohrungen 16, 18 die GroBe der in 
die AnschluBbohrung ragenden Stege 20 eingestellt wird, die fur die eigentliche 
Klemmwirkung auf die AnschluBpin bzw. -Draht 14 verantwortlich sind. Je groBer der 
Abstand der Achsen der Bohrungen, desto kleiner die Klemmwirkung bei gleichem 
Durchmesser des AnschluBdrahtes oder -Pins. Mit der Einstellung der Klemmwirkung 
wird auch die erforderliche EinpreBkraft festgelegt, die auf ein Bauteil ausgeubt 
werden muB, um seinen AnschluBpin bzw. -Draht 14 in die AnschluBbohrung 12 zu 
driicken, und zwar gegen den Widerstand der Stege 20. 

[032] Es ist fur einen Fachmann Mar, daB auch bei den anderen, in den Fig. 2-4 dar- 
gestellten Ausfiihrungsbeispielen der erfindungsgemaBen Leiterplatte 10 die Abstande 
der Achsen der Bohrungen zueinander so eingestellt werden kann, daB auf diese Weise 
die gewiinschte Klemmwirkung auf den jeweils betrachteten AnschluBpin bzw. -Draht 
14 erreicht wird. 

[033] Zur weiteren Verdeutlichung der Stege 20 ist in Fig. 6 schematisch ein Schnitt 
durch die Leiterplatte nach Fig. 1 dargestellt, und zwar entlang einer in Fig. 1 durch 
VI- VI bezeichneten Schnittlinie. Deutlich zu erkennen ist die aus den uberdeckenden 
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Bohrungen 16, 18 gebildete AnschluBbohrung 12 und der Steg 20 in ihrem mittleren 
Bereich. Im unteren Teil der Fig. 1 wurde noch einmal die Darstellung der beiden 
Bohrungen 16, 18 mit ihren Achsen aufgenommen, urn die Moglichkeiten bei der 
Variation des Abstands der Achsen in Anlehnung an Fig . 5 aufzuzeigen. 

[034] Bei einer besonderen Ausfuhrungsform, die von einer Leiterplatte 10 nach Fig. 5 
ausgeht, wird die aus den zwei sich uberdeckenden Bohrungen 16, 18 gebildete An- 
schluBbohrung 12 mit einer zusatzlichen Sacklochbohrung 30 iiberbohrt. Die dadurch 
gewonnene AnschluBbohrung 12 ist in Fig. 6 in einer an Fig. 6 angestelehnten Schnitt- 
darstellung veranschaulicht. Der Durchmesser der iiberbohrten Sacklochbohrung i30 st 
kleiner als der bzw. die Durchmesser der Bohrungen 16, 18 und gerinfugig groBer als 
der kiirzeste Abstand der in die AnschluBbohrung 12 hineinragenden Spitzen der Stege 
20. tfber eine geeignete Wahl einer Tiefe 32 der iiberbohrten Sacklochbohrung 30 
kann eine in der AnschluBbohrung 12 verbleibende Steghohe 34 so eingestellt werden, 
daB die durch die Stege 20 auf den betrachteten AnschluBpin bzw. -Draht 14 (siehe 
dazu Fig. 1-4) ausgeubte Klemmwirkung optimiert ist. 

[035] Obwohl bei dem in Fig. 7 gezeigten Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung eine aus 
zwei Bohrungen 16, 18 gebildeten AnschluBbohrung 12 mit einer iiberbohrten Sack- 
lochbohrung 30 dargestellt ist, ist es fur den Fachmann War, daB die iiberbohrte Sack- 
lochbohrung 30 auch bei den Ausftihrungsbeispielen von Leiterplatten 10 nach den 
Fig. 2-4 verwendet werden kann. 

[036] Im prinzip ist es gleich von welcher Seiter der Leiterplatte 10 her die Bohrungen 16* 
18, 24, 26 oder auch die iiberbohrte Sacklochbohrung 30 gebohrt werden. Wenn es 
zweckdienlich ist, konne diese Bohrungen auch von unterschiedlichen Seiten der Lei- 
terplatte her gebohrt werden. Sollen die die AnschluBbohrung 12 bildenden Bohrungen 
16, 18, 24, 26 von einer einzelnen Seite der Leiterplatte 10 her gebohrt werden, so 
konnen mehrere Leiterplatten zusammen in einem Stapel gebohrt werden. Fur eine 
iiberbohrte Sacklochbohrung ist dann allerdings jede der Leiterplatten einzeln zu 
bearbeiten. 

[037] Um das Loten des in der AnschluBbohrung 12 gehaltenen AnschluBpins bzw. - 

Drahtes 14 des Bauteils zu optimieren, sei es fur einen LotprozeB in einem Lotofen, in 
einem Wellenlotbad oder beim selektiven Loten, ist die AnschluBbohrung 12 vor- 
zugsweise metallisiert. 
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Anspriiche 

[001] 1. Leiterplatte mit wenigstens einer AnschluBbohrung (12) zur Aufnahme eines 

AnschluBdrahtes oder -Pins (14) eines elektronischen Bauteils mit einem vor- 
gegebenen Pin- bzw. Drahtquerschnitt, dadurch gekennzeichnet, daB die An- 
schluBbohrung (12) aus wenigstens zwei benachbarten und sich teilweise tiber- 
deckenden Bohrangen (16, 18) gebildet wird, wobei die beiden Bohrungen (16, 
18) derart zueinander plaziert werden, da6 im Innern der AnschluBbohrung (12) 
eine Verengung (22) gebildet wird, die den AnschluBdraht bzw. -Pin (14) in der 
AnschluBbohrung (12) kontrollierbar festklemmt. 

[002] 2. Leiterplatte nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB durch geeignete 

Wahl des Abstands der Bohrungen (16, 18, 24, 26) zueinander und unter Beriick- 
sichtigung des Pin- bzw. Drahtquerschnitts die Klemmwirkung der Verengung 
(22) der AnschluBbohrung (12) einstellbar ist. 

[003] 3. Leiterplatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die 

Bohrungen (16, 18) unterschiedlichen Durchmesser haben. 

[004] 4. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, 

daB die Bohrungen (16, 18, 24, 26) von der gleichen Seite der Leiterplatte (10) 
her gebohrt werden. 

[005] 5. Leiterplatte nach einem der vorgehenden Anspriiche 1 bis 4, dadurch ge- 

kennzeichnet, daB die tatsachliche Anzahl der Bohrungen (16, 18, 24, 26), die die 
AnschluBbohrung bilden, in Abhangigkeit von der Querschnittsform des aufzu- 
nehmenden AnschluBpins oder -Drahtes (14) gewahlt wird. 

[006] 6. Leiterplatte nach einem der vorgehenden Anspriiche 1 bis 5, dadurch ge- 

kennzeichnet, daB die aus den Bohrungen (16, 18, 24, 26) gebildete An- 
schluBbohrung (12) durch eine zentrische, nicht durchgangige Sacklochbohrung 
(30) iiberbohrt wird. 

[007] 7. Leiterplatte nach einem der vorgehenden Anspriiche 1 bis 6, dadurch ge- 

kennzeichnet, daB die AnschluBbohrung (12) metallisiert ist. 
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[Fig. 001] 
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[Fig. 002] 



